
          

 
              

投资要点： 

 物联网”（Internet of Things），是指将各种信息传感设备，如射频

识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种

装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，将沟通从任何时间任

何地点任何人之间的沟通连接扩展到人与物（Human to Thing）和物

与物（Thing to Thing）之间的沟通连接。 

 我们认为物联网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个

环节，每个环节的关键技术分别为 RFID、传感器、智能芯片和电信运

营商的无线传输网络。EPOSS 预测未来物联网的发展将经历四个阶段，

2010 年之前 RFID 被广泛应用于物流、零售和制药领域，2010-2015

年物体互联，2015-2020 年物体进入半智能化，2020 年之后物件进入

全智能化。 

 RFID 是物联网发展的排头兵：易观国际预测，2009 年中国 RFID 市

场规模将达到50 亿元，年复合增长率为33%，其中电子标签超过38 亿

元、读写器接近 7 亿元、软件和服务达到 5 亿元的市场格局。 

 MEMS 传感器市场前景广阔：MEMS 传感器的主要优势在于体积小、大

规模量产后成本下降快，根据 ICInsight 最新报告，预计在 2007 年至

2012 年间，全球基于 MEMS 的半导体传感器和制动器的销售额将达到

19%的年均复合增长率(CAGR)，与 2007 年的 41 亿美元相比，五年后将

实现 97 亿美元的年销售额。 

 智能终端与集成电路产业有望迎来发展新机遇：物联网时代，每个物

体上都要加装一个甚至多个芯片，家用电器的智能化是发展趋势。集

成电路产业规模也将迎来发展新机遇。 

 投资建议与公司推荐：在各国政府相关扶持政策的推动下，我们认为

物联网的发展进程会加快。未来 3-5 年相对明确受益“物联网”建设

的首推 RFID 制造厂商远望谷；新大陆短期看凭借二维码的低成本优

势，在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇。中国移动处于扩张

增值业务收入的考虑对发展“物联网”兴趣浓厚，东信和平、大唐电

信有望获得超预期增长机会。除此之外，投资者可关注 MEMS 传感器概

念厂商歌尔声学、家用电器智能控制领域的拓邦电子以及集成电路产

业链相关上市公司。 
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1、物联网引入“第三维”连接 

           按照百度百科的定义，所谓“物联网”（Internet of Things），指的是将各种信息传

感设备，如射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置

与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的，是让所有的物品都与网络连接在一起，

方便识别和管理。 

 

根据 ITU 的描述，在物联网时代，通过在各种各样的日常用品上嵌入一种短距离的移动

收发器，我们在信息与通信世界里将获得一个新的沟通维度，从任何时间任何地点的人与人

之间的沟通连接扩展到人与物（Human to Thing）和物与物（Thing to Thing）之间的沟通

连接。 

 

图 1：物联网引入第三维连接 

 

 

资料来源：ITU、日信研究 

 2、物联网关键技术及未来发展前景展望 

我们认为物联网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个环节，每个环节的

关键技术分别为 RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。 



 

请务必阅读最后一页的免责声明。                   3 

图 2：物联网产业链环节及关键技术 

 

资料来源：日信研究 

 

图 3：物联网连接示意图 

 

资料来源：日信研究 

 

EPoSS 在《Internet of Things in 2020》报告分析预测，未来物联网的发展将经历四

个阶段，2010 年之前 RFID 被广泛应用于物流、零售和制药领域，2010-2015 年物体互联，

2015-2020 年物体进入半智能化，2020 年之后物体终端进入全智能化。 
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图 4：物联网发展阶段预测 

 

资料来源：EPoSS、日信研究 

3、RFID是物联网发展的排头兵 

RFID 技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递

并通过所传递的信息达到识别目的的技术，最简单的 RFID 系统由电子标签(Tag)、读写器

(Reader)和天线(Antenna) 三部分组成，在实际应用中还需要其他硬件和软件的支持。 

 

图 5、RFID 标签示意图 

 

资料来源：日信研究 

 

2008 年全球 RFID 市场规模将从去年的 49.3 亿美元上升到 52.9 亿美元，这个数字覆

盖了 RFID 市场的方方面面，包括标签、阅读器、其他基础设施、软件和服务等。 RFID 卡

和卡相关基础设备将占今年市场的 57.3%，达 30.3 亿美元。来自金融、安防行业的应用，

如非接触支付、门禁控制将推动 RFID 卡类市场的增长。  

   

全球标签使用数将达到 21.6 亿个，2007 年为 17.4 亿个，而 2006 年仅为 10.2 亿个。    

在所有 21.6 亿个标签使用量中，强制性的货盘和货箱贴标应用的标签将为 3.25 亿个，即

占总量的 15%。 IDTechEx 也指出，除零售商强制要求应用外，零售业标签的总体应用量都

呈上升趋势。英国零售商 Marks & Spencer 至今已采用了 1 亿个标签。 

    

动物贴标应用快速增长，特别是中国和澳大利亚、新西兰等国家。IDTechEx 预测今年

动物贴标应用将消费 900 万个标签。   智能纸质标签是最主要的标签应用形式，占标签总
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数的 62.4%。这个比例在接下来 10 年内还会不断增长，IDTechEx 预测到 2018 年，RFID 纸

质标签将占标签总数的 99.1%。 

 

易观国际预测，2009 年中国 RFID 市场规模将达到 50 亿元，年复合增长率为 33%，其

中电子标签超过 38 亿元、读写器接近 7 亿元、软件和服务达到 5 亿元的市场格局。 

 

图 6：2004-2009 年中国 RFID 市场规模 

 
资料来源：易观国际 

4、MEMS传感器市场前景广阔 

传感器是能感受规定的被测量，并能按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装

置。传感器作为现代科技的前沿技术，被认为是现代信息技术的三大支柱之一。有市场报告

显示，预计2010年全球传感器市场可达600亿美元以上。我国传感器市场的增长率超过15%，

预计 2009 年为 430 亿元。 

 

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)是微机电系统的缩写，MEMS 技术建立在微

米/纳米基础上，是对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术，完整的

MEMS 是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通讯接口和电源等部件组成的一体

化的微型器件系统。MEMS 传感器能够将信息的获取、处理和执行集成在一起，组成具有多

功能的微型系统，从而大幅度地提高系统的自动化、智能化和可靠性水平。它还能够使得制

造商能将一件产品的所有功能集成到单个芯片上，从而降低成本，适用于大规模生产。 

 

MEMS 传感器目前主要应用在汽车和消费电子两大领域。任天堂公司的 Wii 无线游戏机

允许使用者通过运动和点击互相沟通和在屏幕上处理一些需求，其原理是将运动（例如挥舞

胳膊模仿网球球拍的运动）转化为屏幕上的游戏行为。在 2006 年 5 月，任天堂和 ADI 宣布

将 ADI 的 ADXL330 iMEMS 加速度计整合到任天堂的 Wii 游戏控制台中。加速度计帮助任天堂

把视频游戏提升到一个新的水平。在苹果公司的 iPhone 中，通过对旋转时运动的感知，

iPhone 可以自动地改变其显示格式，以便消费者能够以合适的水平和垂直视角看到完整的

页面或者数字图片。 
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根据 ICInsight 最新报告，预计在 2007 年至 2012 年间，全球基于 MEMS 的半导体传感

器和制动器的销售额将达到 19%的年均复合增长率(CAGR)，与 2007 年的 41 亿美元相比，五

年后将实现 97 亿美元的年销售额。2007 年到 2012 年间，基于 MEMS 的传感器和制动器的单

位出货量将以 27%的 CAGR 增长，2007 年的出货量为 13 亿件，五年后将达 43 亿件。同期内

传感器/制动器的单位出货量预计以 23%的 CAGR 增长，2012 年出货量将达到 121 亿件，在

2007 年的出货量是 43 亿件。若计入各类技术实现的传感器/制动器，则其市场总规模预计

将达到 119 亿美元。根据该报告，基于 MEMS 的制动器在 2007 年将占据整体传感器/制动器

市场份额的 54%。们认为在物联网时代，MEMS 传感器凭借着其体积小、成本低以及可与其他

智能芯片集成在一起的巨大优势，必将成为传感器的主要生产技术。 

 

图 7：MEMS 传感器市场容量预测 

 

目前上市公司中歌尔声学已经掌握 MEMS 芯片设计、MEMS 半导体封装等多项核心技术，

2008 年申请相关专利高达 44 项，主要应用在 MEMS 麦克风的生产制造。我们认为公司将在

物联网时代 MEMS 传感器领域占据竞争优势。 

5、智能终端备受期待 

法国 Violet 公司推出了 Nabaztag 小兔子，通过 wi-fi 路由连接网络，可为主人提供所

需的各类新闻等，能够讲 5国语言，在主人接收到邮件或信息时，会发出语音提醒。此外它

还能识读 Ztamps 标签上的信息，并实时连网，随时呈现动态信息。我们认为随着物联网推

进，家用电器的智能化将是未来发展趋势。上市公司中的拓邦电子是家电智能控制应用领域

的行业先行者，未来发展值得关注。 
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图 8：Nabaztag 智能兔 

 

资料来源：Violet 网站 

6、集成电路产业有望迎来发展新机遇 

在物联网时代，每个物体上都要加装一个甚至多个芯片，集成电路产业规模将迎来发展

新机遇。产业链内设计、生产与封测企业将受益。 

 

2005 年集成电路产量达到 266 亿块，销售收入由 2000 年的 186 亿元提高到 2005 年的

702 亿元，年均增长 30.4%，占世界集成电路产业中的份额由 1.2%提高到 4.5%。市场规模迅

速扩大，2005 年我国集成电路市场规模较 2000 年翻了两番，达到 3800 亿元，占全球比重

达 25%，成为全球仅次于美国的第二大集成电路市场。 
 
从技术方面，32 位 CPU 芯片、网络路由交换芯片、GSM/GPRS 手机基带芯片、TD-SCDMA

基带芯片、数字音视频和多媒体处理芯片、第二代居民身份证芯片等一批中高端产品相继研

发成功并投入市场，产品设计能力达到 0.18 微米，集成度超过千万门；集成电路芯片生产

线工艺水平达到 12 英寸 0.13 微米，90 纳米工艺技术研发取得进展，与国外先进水平之间

的差距明显缩小。 

 
  目前在集成电路设计方面，代表公司有大唐微电子、士兰微和上海贝岭，集成电路制

造方面则有中芯国际、华虹 NEC 等， 集成电路封测方面的代表公司主要有通富微电和华天

科技。 
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7、投资建议与公司推荐 

在各国政府相关扶持政策的推动下，我们认为物联网的发展进程会加快。未来 3-5 年相

对明确受益“物联网”建设的首推 RFID 制造厂商远望谷；新大陆短期看凭借二维码的低成

本优势，在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇。中国移动处于扩张增值业务收入的考

虑对发展“物联网”兴趣浓厚，东信和平、大唐电信有望获得超预期增长机会。除此之外，

投资者可关注 MEMS 传感器概念厂商歌尔声学、家用电器智能控制领域的拓邦电子以及集成

电路产业链相关上市公司。
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投资评级说明 

公司投资评级： 

以报告日后的6-12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 

买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上； 

增持（outperform） ：相对强于市场表现5％～20％； 

中性 (Neutral) ：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动； 

减持(underperform) ：相对弱于市场表现5％以下。 

 

行业投资评级： 

以报告日后的6-12个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 

看好（overweight） ：行业超越整体市场表现； 

中性 (Neutral) ：行业与整体市场表现基本持平； 

看淡 (underweight) ：行业弱于整体市场表现。 
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本研究报告由日信证券有限责任公司研究部撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国

际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述

信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据

或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。日信证券有限责任公司研究所将随时补充、更正和修订有关信

息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任

何责任。  

 

本报告版权仅为日信证券有限责任公司研究部所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形

式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为日信证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引
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